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平成 23 年 3 月期 第 3 四半期連結累計期間の業績予想に関するお知らせ 

 
最近の業績動向を踏まえ、平成 23 年 3 月期の第 3 四半期連結累計期間の業績予想を下記の通りお知ら

せいたします。 
 

記 
 
平成 23 年 3 月期第 3 四半期（累計）連結業績予想（平成 22 年 4 月 1 日～平成 22 年 12 月 31 日） 

 売上高 営業利益 経常利益 四半期 
純利益 

1 株当たり

四半期 
純利益 

百万円 百万円 百万円 百万円 円  銭

前 回 発 表 予 想（Ａ） 
― ― ― ― ― 

今 回 修 正 予 想（Ｂ） 16,500 △420 △950 △1,040 △57.22

増 減 額（Ｂ－Ａ） ― ― ― ― ― 

増 減 率（％） ― ― ― ― ― 

（ご参考）前期第 3 四半期実績 
（平成 22 年 3 月期第 3 四半期） 6,218 △2,314 △2,222 △2,436 △134.04

 
業績予想の概要 

半導体市場は今後も成長を続けるとの予測が示されていますが、半導体製造装置市場については、

これまでの半導体メーカー各社による増産投資の反動や、パソコンやデジタル家電の需要の伸び悩

みによる在庫調整の動きなどを背景に、業況に一服感が出ており、一部では、欧米市場のクリスマ

ス商戦の動向によっては、調整期間が予想外に長期化するとの見方も示されています。 
当社グループは、平成 22 年 3 月の LSI 用フリップチップボンダ LFB-1000 に続けて、6 月にワイ

ドボンディングエリア対応ワイヤボンダ UTC-3000WE を、10 月には LED 用ダイボンダ

SPA-800LED を新製品として市場投入し、新たな顧客領域でのシェア拡大を目指すとともに、引き

続き、経営課題であるコスト構造の改革に取り組むことにより、収益性の改善に邁進しますが、景

気の先行きの不透明感が強い現状では、通期、特に来年 1 月以降の業績予想を合理的に行うことは

極めて困難です。このため、現時点において当社グループが把握する情報に基づき、第 3 四半期連

結累計期間の業績のみ予測し、開示します。なお、連結業績予想に用いた為替の想定換算レートは、

80 円／米ドルです。 
通期の連結業績予想につきましては、予想の開示が可能となった時点で速やかに開示いたします。 

 
※本資料に記載されている業績見通しなどの将来に関する記述は、当社グループが現在入手してい

る情報および合理的であると判断する一定の前提に基づいており、実際の業績などは、今後の様々

な要因によって異なる可能性があります。 
以  上 


